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１．概要（Summary） 
 高温・高電圧対応ガス絶縁パッケージのパワーモジュー

ルの研究において、今回、SiC のパワー半導体チップの

ダイボンディングとワイヤボンディングを行い、ガス絶縁パ

ッケージ用の DC-DC コンバータの試作を行った。さらに、

試作した DC-DC コンバータについて、ガス絶縁パッケー

ジ封入前の動作確認を行い、DC-DC コンバータの昇圧

動作を確認した。 
 
２．実験（Experimental） 
＝使用した主な装置＝ 
ボンディング装置 
＝実験方法＝ 
 はじめに、Fig.1 (a) のダイボンダーとホットプレートを使

用し、銀ペースト（住友ベークライト）によって、基板とチッ

プの接合を行った（加熱温度：160℃、加熱時間：1 時間）。

次に、Fig.1 (b) のワイヤボンダーによって、25μm の Au
線を使用し、チップと端子の接合を行った。当初、大電流

を想定したワイヤボンディングを行う予定であったが、今

回は、設備の制約により、 25μm の Au 線での接合を行

っている。 
 
 
 
 
 

 
 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig.2 に試作した試料を示す。試作した試料は 4 種類あ

り、ガス中での絶縁評価のための試料 1(a)、ワイヤボンデ

ィングの接触抵抗の温度依存性を評価するための試料

2(b)、SiC-MOSFET の電気特性評価および温度特性評

価のための試料 3(c)、最後に DC-DC コンバータ用のパワ

ーモジュールである試料 4(d)である。 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 試料 4 に関しては、実際にガス絶縁パッケージ封入前の

動作確認を行い、DC-DC コンバータの昇圧動作を確認

できた。 
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 Fig.1 Experimental equipment to make a 
prototype power module for DC-DC converter. 
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 Fig.2 Prototype power modules.
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